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引 言

熔剂
一

亦称焊剂或助焊剂
。

在锡焊过程中
,

熔剂是提高印制电路板和元器件引线可焊

性的重要条件之一
,

熔剂的应用情况直接关系到焊接质量的好坏
。

要使熔剂达到良好的

应用效果
,

就需要对熔剂有一个全面的了解
。

二
、

熔剂的作用

熔剂在锡焊接过程中的主要作用是清洗予焊金属表面的氧化物
,

使予焊面的非活性

污染表面变成活性的清洁表面
,

有利于熔融的焊料向被焊金属表面扩散
。

并在焊接过程

中
,

保护熔融的焊料不被氧化
。

当焊点温度升高时
,

熔剂和焊料就相互置换其位置
,

使

其成为悬浮状态
,

浮漂在焊料的表面
,

起到防止焊料再氧化过程
。

并降低了金属的表面

张力而增加了湿润作用
,

使之达到牢固
、

光洁
、

无腐蚀的锡焊过程
。

具体看来
,

熔剂的主要作用可以分四个方面
。

清除予焊表面氧化层等阻挡层

予焊件的金属表面尽管事先采取过搪锡或镀锡等表面处理
,

但在装焊前的储存保管

期间
,

由于和大气接触及其它方面的原因
,

表面仍可能有一层薄薄的氧化层 其氧化层

的厚度和储存的时间及储存的环境有关 和污染灰尘等污垢
,

形成了一层对焊料的阻挡

层
,

如图 所示
。

图

这一层阻挡层对予焊金属表面同焊料的结合起着掩蔽和阻挡作用
,

阻止焊料向被焊

金属表面的漫流和扩散
,

使其不能成为润湿良好的焊点
,

如 图 所 示
。

熔剂 就

有清除这种氧化膜阻挡层的作用
,

如图 所示
。

熔剂一沾湿予焊金 属 表 面
,

由



于其活性清除了予焊表面的氧化膜阻挡层
, 当在焊点处加温时

,

熔剂和焊料就相互置换

其位置
,

使焊料和予焊金属表面能良好的接触
。

由于置换作用
, 焊料随着熔剂的后面流

动
,

向予焊金属表面扩散
,

形成合金层
。

。

防止氧化
焊料和焊接金属表面焊接时在高温下同空气接触很容易氧化

,

形成氧化膜阻挡层
。

一

熔剂当焊接处升温时
,

和焊料相互置换位置
,

呈悬浮状态
,

浮漂于焊料的表面
, 隔开空

气和熔融焊料的接触
,

防止焊料和予焊金属表面的氧化
,

如图 所示
。
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无熔剂时
、

有熔剂时

图

减小焊料的表面张力
,

增加流动性

焊接时
,

焊料呈熔融状态
,

焊料与予焊金属表面的界面状态是液体同固体的沾湿现

象
。

决定焊料的流动性的主要因素是毛细管现象和重力作用 向下和横向时
。

焊料不

易流动的主要原因是焊料的表面张力
、

粘度和摩擦等
。

当无熔剂时
,

焊料的表面张力较

大
,

焊料就呈园形
,

因而焊料就不易流动
。

图 是液体分子作用力的矢量图
,

通过液体分子的状态可以说明液体的表面张力
。

图 表 示 了 液体内部分子的作用力的矢量图
,

在液体内部各个方向都有力的 作

用
,

这些力的矢量和为零
。

然后在液体的表面
,

如 图 所示
,

其 指 向分子密 度

小的气体的力小得可以忽略
,

只有沿着液体表面的力和向里面的力了
,

沿着表面的力互

相抵消
, 只剩卞向里面的力了

。

由于这个力的作用
,

分子向里面运动
,

位于表面的分子

数极度减少
,

郎表面积也极度减少
。

这就是表面张力
。
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,
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图



当温度升高时
,

液体的表面张力便相应减小
,

当其温度升高到液体临界气 化 温 度
时

,

液体的表面张力就下降接近于零
。

当熔剂复盖浮漂于焊料的表面时
,

在锡焊接的温

度范围内
,

熔剂的温度已接近于其临界气化温度
,
因而焊料的表面张力减小

,

焊料容易

流动
, 容易形成润湿的焊点

。

。

锡焊的完工整洁

熔剂对锡焊完工的整洁作用也是很重要的
,

可使焊点的形状整齐
、

色泽光亮
。

三
、

选择熔剂要求

根据锡焊工艺豹需妥
,

选择熔剂时应考虑下述要求

熔剂应助焊性好
,

流动性强
,

并应具有热稳定性
。

当温度比焊料的工 作 温 度

低 时应具有最大限度的活性
。

熔剂在固态阶段
,

应当是稳定的化合物
。

并在焊接前后必须具有良好的绝缘性

能和好的成膜性 同时还要求具有不吸水
、

不电离
、

不腐蚀金属等性能
。

熔剂在焊接时
,

其表面张力要低于焊料的表面张力
,

容易被熔化的焊料移开
。

理 熔剂应有足够的活性
,

能够清除氧化物和渗入薄膜
,

并且应对元件无害
。

熔剂加热时应无氧化作用
,

对环境无影响
。

熔剂焊接后的余渣应容易清除
。

熔剂应能较长时期复盖在印制电路板上不变质
,

至少能保持六个月以上而其耽
焊保护性能不变

。

。

熔剂的配制工艺力求简单
,

并应成本低
。

在锡焊过程中
,

去除氧化膜
、

保证锡焊的润湿良好
,

在现行生产中除了依靠表面清

理 包括机械刮削 工序外
,

熔剂的作用也是不能低估的
。

由于电子工业产品在生产过

程中
,

通常焊接后没有彻底清除熔剂的余痕和余渣
,
因而习惯上总是采取尽量减少熔剂

的活性来避免腐蚀
。

然而活性弱的熔剂去除氧化膜的能力小
,

当引线表面如果氧化膜较

厚或表面清理不够干净
,

就可能在这些地方产生虚焊或脱焊
。

采用活性强的熔剂
,

对提

高焊接质量有利
,

但是其残余的熔剂余痕对元件和印制电路板的腐蚀性也大
。

这显然是

一个矛盾
。

解决这一矛盾的办法是选用适当活性并且容易清洗的熔剂
,

并保证焊接后对
残余的熔剂余痕进行较彻底的清洗

,

这样就可以解决上述的矛盾
,

不一定强调熔剂的中

性
,

而可以适当提高熔剂的活性
。

当然
,

对于予焊表面严重污染时
,

其严重程度超过了熔剂的清除污染的能力时
,

熔

剂则是无能为力的
。

因为一般的熔剂是既不能去污
、

也不能去除油
、

油脂
、

油漆
、

阻光

涂料残渣
、

电镀层和酸洗残留物
。

此外
,

当被焊金属表面严重氧化锈蚀时
,

一般的熔剂

也是无法清除掉的
。

因此把熔剂当作去油污和氧化层的万灵药的观点显然是错误的
。

只
有先借助于机械或化学处理方法

,

将氧化层和油污去除于净
,

再借助于熔剂的作用
,

才

会具有可焊性
。



四
、

熔 剂 类 型

熔荆从物理状态来区别的话
,

可分为液体熔剂和固体熔剂
。

液体熔剂挥发量大
、

费

材料
,

费工
。

并还有其先天性的缺陷
, 由于毛细现象

,

熔剂极易吸入导线或套有塑料套

管引线的间隙中去
,

并且焊接升温时
,
熔剂将会继续向里漫延

,

不容易清洗千净
,

固体

熔剂则克服了上述的缺点
。

然而固体熔剂一般只填充在焊锡丝内
。

熔剂的分类主要还是应该从其化学性质及化学成份方面来区分
,

基本上可分为二大

类
,

一类是无机熔剂
,

一类是有机熔剂
。

。

无机熔剂

无机熔剂主要由金属氯化物盐构成
,

主要是氯化锌
。

无机熔剂具有极强的活性
,

溶

解金属氧化物的能力极强
。

但氯化锌残留物具有高度的腐蚀性
,

并且不容易清洗
。

由于

目前无机熔荆的腐蚀性尚不能有效地加以控制
,

所以印制电路板与电子元件的焊接一般

不能采用无机熔剂
。

下面简单地介绍无机熔剂中的两种

盐酸氯化锌熔剂 由盐酸和氯化锌的水溶液组成
,

俗称 “强水 ”
,

是无机熔

剂典型的一种
。

其配方为

氯化锌 盐酸 水

盐酸是无氧化性酸
,

溶解金属氧化物的能力极强
,

在锡焊接温度 范 围

内不易分解
,

性能稳定
。

氯化锌在氯离子浓度高的溶液中
,

可产生强酸性络合酸
。

因而

盐酸氯化锌熔剂具有极强的活性
。

但该熔剂的强酸性对焊接处产生的化学和电化学腐蚀
极其严重

,

焊后立即用水清洗
,

也极难将余酸和盐类清洗干净
。

残余的酸和盐的金属离

子水解后生成胶状氢氧化物和碱式盐
, 成为焊点处的微电池电解质

,

使金属产生电化学

腐蚀
。

所以盐酸氯化锌熔剂虽有极强的活性
,

但由于其严重的腐蚀性
,

限制了其应用
。

一 、

无机中性熔剂 该熔剂是在盐酸氯化锌的基础上
,

添加了缓蚀剂氢氧化氨和

扩散剂甘油
。

也属于无机熔剂
,

其配方为

氯化锌 盐酸 水 氨水 甘油

由于添加了缓蚀剂和扩散剂
,

相应地抑制了酸性
,

减轻了腐蚀性
。

该熔剂有很强的

活性
,

由于扩散剂甘油的添入
,
明显地提高了水洗的效果

,

但仍有较大的腐蚀性
,

也不

能用于印制电路板的锡焊
。

有机熔剂

有机熔剂主要包括松香熔剂和有机水解熔剂
。

松香熔剂 松香熔剂一般是把松香溶解于酒精或松香水溶液中
,

松香熔剂不

榕于水
、

不 电离
、

能保护熔融的焊料不被氧化
,

但无除锈的活性
。

下面简单地介绍松香

熔剂中的两种配方

松香酒精熔剂 其配方为

松香 无水酒精 二

该熔剂活性较弱
,

对金属腐蚀性很小
,

一般只用于集成电路的锡焊接
。



水杨酸松香熔剂 是在松香酒精熔剂的基础上添加少量的有机活性剂
,

则大大

增加了其活性
。

其配方为

酒精 水杨酸 松香 三乙醇胺 松节油

该熔剂的 值为
,

腐蚀性小
,

适合于印制电路板上的锡焊接
。

由于松香熔剂本身的活性较弱
,

被焊金属表面应予先进行搪锡或镀锡处理
,

予焊面

并应洁净
。

有机水解熔剂 有机水解熔剂的活性较松香熔剂要强得多
,

并且流动性好
,

其熔剂残渣熔解于水
,

不象松香熔剂不溶于水
,

所以在电子元件划焊接中得到了较广泛

的应用
,

但其缺点是此类熔剂和松香熔剂相比较具有一定的腐蚀性
,

故焊后应予以较彻

底的清洗
。

熔剂就是属于有机水解熔剂的一种
,

其配方为

澳化胀 水 甘油 二

熔剂是以澳化腑为主体的一种新型熔剂
,

焊接时可分解出滨化氢去除被焊 金 属

表面的氧化层
,

因而活性强
,

助焊性优异
,

并还能有效地降低焊料的表面张力
。

五
、

熔 剂 组 成

一般熔剂是由活性剂
、

扩散剂
、

保护剂和溶剂等组成
,

其绍成部分及用途如下

活性剂

熔剂的活性剂通常选用分子几大
、

并具有一定热稳定性的脂肪酸或芳草酸组成
。

活

性剂在常态时对金属具有一定的气相或液相缓蚀作用
,

在锡焊的温度下
,

能够电离
。

对

金属氧化层有强溶解和结合的能力
,

从而能完成良好
一

句化学清洗作用
,

并能发生缩合或

聚合反应
,

生成气密性良好的线性树脂保护膜
。

常用水杨酸或澳化脐作活性剂
。

扩散剂

扩散剂在锡焊时起着降低熔剂表面的张力
,

引导熔融焊料向四周扩散
,

形成均匀光

滑的焊点
,

并能溶解活性剂和保护剂
。

常用甘油或三乙醇胺作为扩散剂
。

保护剂
」

保护剂除了保护熔融焊料和被焊金属表而不被氧化外
,

还 汀一定的化学清洗能力和

成膜保护作用
,

常用松香做保护剂
。

溶剂

溶剂起到活性剂
、

保护剂和扩散剂之间相互溶解的作用
,

并有利于活性剂的电离和

活性的增强
,

常用酒精或水做溶剂
。

六
、

结 语

正确选择熔剂直接关系到焊接质量的好坏
。

活性高的熔剂能使焊料在被焊表面上快

速相互扩散
,

组成合金层
,

加快完成其焊接过程
,

减少因过热而损坏元件与印制铜箔的

可能性
,

但活性越高的熔剂
,

其腐蚀性也越大
。

无机熔剂和焊锡膏的活性 转到 页



着微型计算机和光纤通信的采用要进行一场彻底更新的技术革命
。

主 要 参 考 资 料

保镬继雷技术的常识 大浦好文 电气书院 年

数字继电保护装置说明资料 日立制造厂 年
。

电力系统继电保护原理及运行 华中工学院编 玲 年
。

电力系统继电保护原理 天津大学编 年
。

计算机保护译文集 南京自动化研究所 年
。

光纤通信及其在电力系统中的应用 陈清美 电力系统自动化 年 期
。

上接 页

桥变侧 一 装置接通道
,

发讯电压
,

电流

桥变侧收螺侧讯号电压
犷

,

螺孪侧测量的收发讯数字与上述数字基本相符
。

二 对高频相差收发讯电压的影响
。

桥变侧高频相差正常发讯电压
。

收对侧高频电压
。

两侧 一 装置接入通道不发讯
,

相差发讯电压

两侧 一 装置接入通道不发讯
,

收对侧高频讯号电压
。 犷 。

三 对相差高频通道裕度影响的测量

正常时
,

桥变侧测通道裕度
。

两侧 一 通话装置接入通道
,

不发讯
,

测通道裕度

两侧 一 通话装置接入通道
,

桥变侧发讯
,

测通道裕度
。

两侧 一 通话装置接入通道
,

螺变侧发讯
,

测通道裕度

两侧 一 装置接入通道
,

同时发讯
,

测通道裕度

一 通话装置在该线路通话试验
,

话音清晰
,

杂音很小
,

裕度较大
。

从对以上两条线路的通话试验看 一 通话装置接入高频通道
,

对高频通道调试

钓主要指标影响不大
。

在做主要项目时
,

可停止通话
,

影响将更小
。

一 通话装置具有体积较小
、

携带方便
,

现场使用接线简单等特点
,

在短线路

及中长线路上通话质量较好
,

给高频保护通道调试带来了方便
。

该装置现用直流 作电源
,

如改用交流 作电源现场使用将更为方便
。

上接 页

程度虽然很高
,

但由于其不易清洗彻底
,

其残留物会产生化学腐蚀和电化腐蚀
,

造成印

制铜箔的锈蚀和元件引线的断腿
,

并导致焊点间的绝缘电阻降低
。

因而印制电路板上的

锡焊接不能采用无机熔剂和焊锡膏
,

应根据焊接的情况和被焊表面的可焊性及其表面氧

化膜阻挡层的厚度来选择熔剂的活性
,

并加强焊后清洗的手段
。


